

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 985201026 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：57	、訪客IP：54.90.236.25


  	姓名	
      	  賴弼廷(Bi-Ting Lai)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	電機工程學系
	論文名稱	
      	  雙圖案微影技術下考慮原生衝突之電路軌道繞線
(Native-Conflict-Aware Track Routing for Double Patterning Technology)
      	   
	相關論文		★ 三維積體電路的微凸塊分配與晶粒間繞線之研究	★ 考慮製造限制之繞線研究
	★ 使用次序關係配置三維積體電路微凸塊	★ 考慮線長匹配的平行匯流排之逃脫繞線
	★ 用於三維積體電路之溫度導向平面規劃的散熱型矽晶穿孔面積融合方法	★ 考量障礙物間通道寬度限制及避免電子遷移效應的繞線樹建構之研究
	★ 三維積體電路中同步降低熱點溫度與電源雜訊之研究	★ 使用延遲決策技術於類比電路之可繞度導向擺置方法
	★ 提升聚焦離子束對訊號探測能力之細部繞線方法	★ 考慮障礙物閃避及電荷分享之鑽孔數量最小化跳線插入演算法
	★ 模組化層級三維積體電路之矽晶穿孔規劃與線長最佳化	★ 降低不匹配效應之力導向電容擺置方法
	★ 考慮繞線資源需求之標準元件擺置合法化	★ Simultaneous escape routing for mixed-pattern signals on staggered pin arrays
	★ 面積與最大線長最佳化之類比積體電路 佈局產生器	★ 含多重檢查機制之實體驗證自動化工具



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	隨著製程的演進，積體電路的元件尺寸逐漸縮小，已經達到32 奈米製程。由於可印刷性和可製造性的問題，微影技術（lithography）遇到了瓶頸。雙圖案微影技術（double patterning lithography）被視為近來最適合改善32 奈米製程以下的技術。


雙圖案微影技術是基於目前的製程技術下，將每一層的整體佈局分解為兩個光罩以加大最小圖案間距和改善焦距深度。當發生圖案衝突（conflict）時，即遇到整體佈局無法被完整地分解為兩個光罩，就必須把單一佈局圖案切割成兩個次圖案，此分割動作造成同一個佈局圖案被分解到不同光罩而產生需要接合，我們稱此接合處為縫合圖案（stitch）。假如晶片平面上沒有足夠的空間插入縫合圖案以解決衝突，即產生了原生衝突（native conflict），此時，便需要曠日費時地進行佈局修正。目前的相關研究多著重在後佈局（post layout）階段或細部繞線（detailed routing）階段以降低縫合圖案和原生衝突的數目，然而隨著現今佈局的複雜度愈來愈高，如何在繞線階段提早考量雙圖案微影技術且不會增加細部繞線的負擔，將是一大挑戰。


本論文提出在軌道繞線（track routing）階段考量雙圖案微影技術。我們提出的方法不僅可以有效地降低原生衝突的數量，還可以加速後續細部繞線的處理時間。此外，我們提出虛擬節點（pseudo pin）的技術，不只可以在軌道繞線時避免大量的原生衝突，還可粗略地估計細部繞線的走向，幫助軌道繞線找出合適的繞線軌道以達到最短繞線路徑的目的。實驗結果顯示，本論文提出的方法在微幅增加繞線線長下，可大量地降低原生衝突數量，同時更可提高繞線的完成度。



	摘要(英)	As the manufacturing process advances, the size of integrated circuits has shrunk into the 32 nm. Lithography process encounters a bottleneck due to printability and manufacturability issues. Recently, double patterning lithography（DPL）has been proposed for the most feasible solution for sub-32-nm node process.


To increase the half-pitch resolution and improve depth of focus, DPL decomposes a layout into two masks by using current infrastructures. The conflict of DPL means that a layout cannot be decomposed completely, and then the un-decomposable pattern must be partitioned into two sub-patterns. These two sub-patterns should be assigned to different masks and connected to each other. The touching edge of sub-patterns is called stitch. If there is no enough space to insert a stitch for the un-decomposable pattern, a native conflict is generated. A layout with native conflicts will result in layout modification. The current researches focus on reducing the number of stitches and the number of native conflicts in the post layout phase or detailed routing phase. Since the layout is more and more complicated, considering DPL before detailed routing and alleviating the loading in detailed routing will be a challenge.


In this thesis, we propose a method to consider DPL in track routing. Besides, we propose a pseudo pin technique to avoid generating a lot of native conflicts in track routing and predict the traces of detailed routing. Experimental results show that the proposed method not only minimizes the number of native conflicts significantly, but also reduces wirelength.
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